Mikrosystemtechnik/Sensorik
-grundsatzliche Trends-

« Zunehmend mehr Elektronik wird in
,Intelligenten Sensoren* eingesetzt

 MST und Sensorik verbessert
Fertigungsgerate
— genauer Messen
— mehr Parameter kbnnen erfaldt werden

Aufbau- und Verbindungstechnik Prof. Redlich




Sensorik und MST
-gegenwartige Entwicklungen-

 Entwicklungen am Sensor / MST —
Element

Modularisierung

 Entwicklungen an der Sensor-Peripherie
— Aufbau- und Verbindungstechnik
— Leiterplatten - Entwicklung
— Hybridelektronik-Entwicklungen
— |C und ASIC-Entwicklungen
— Bussysteme, Software




Zukunftige Sensorik und MST -
Entwicklung

« Kompatible
Fertigungstechniken
bieten technische und « Schwierigkeiten liegen in
Okonomische Vorteile der Vielfalt von Sensoren,

Fertigungstechniken,
Materialien, und von
Firmeninteressen bei KMU




Sensorik und MST-
Entwicklungsschwerpunkte

Technologie der kleinen Stuckzahlen

,Leistungsfahiges Produktionsequipment”

Elektronik und Sensorik-Bausteine flexibel handhaben.

Test- und Inspektionsfunktionen integriert
geometrische Inspektion
elektrischen Funktionen

sensorischen Funktionen, mdglichst on-line prifen

,Erhohung der Zuverlassigkeit von Baugruppen®

, Beschleunigung der Produktentwicklung® ,




Beispiel eines modularen
Drucksensorsystems

Gehause (z.B. normiert nach Firmenstandard)

Druckwandler mit
Tempearatursensor

N

Signalaufbereitung
ASIC

RO

A/D-Wandler
Microcontroller

Programmspeicher
Datenspeicher

H Li] H Stecker (z.B. normiert nach DIN 43650)

Aufbau- und Verbindungstechnik Prof. Redlich




Industriebeispiel

Drucksensorelemente — Modularitat auf
Sensorchipebene

o L]
AKTIV SENSOR

+ Chipgréfen 5x5mm?,
3x3mm?, 2x2mm? -
Ausgangsbasis flr eine
Vielzahl von Varianten

+ Glasgegenkdrper 0,4...2,0mm

* Druckbereiche 16mbar bis
einige 100bar

« 2. Chipgeneration enthalt eine
Diode zur externen
Temperaturkompensation

+ Sonderentwicklungen

Aufbau- und Verbindungstechnik Prof. Redlich




Feldbusfahiger Drucktransmitter

CaN-Kontroller
& Sensor bzw. Druckkanal
CAN-Interface
DC/DC- A ffbcrckontroller

Wik an dler SRAM,

Lateh u Imverter

Wersorgung-
bz,

Netzanschhisse Grundplatine

Wearstirker

- Optocoupler

Sensorgehiuse

Feldbusfahiger Drucktransmitter Zukunftige Variante: Modifikation durch Match-X

mit CAN-Interface vorhanden
Mit freundlicher Genehmigung: Dipl.-Ing. Kourosh Amiri Jam,

Fraunhofer |ZM, Berlin

Aufbau- und Verbindungstechnik Prof. Redlich




Industriebeispiel

Vom Wafer zum Druckmessumformer mit
Busanbindung
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Aufbau- und Verbindungstechnik Prof. Redlich
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